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序文 

 高機能を集積した薄形小形電子機器では，高密度集積実装技術が重要な要素技術となる。このような電

子機器においては一方で鉛フリー化も必須になっており，これに伴って，錫（又は，すずと表記すること

もあるが，本文では以降は Sn と表記する。）ウィスカによる市場故障が機器の信頼性を低下させる大きな

課題となっている。本ガイドラインは，この課題に対して，「ウィスカ抑制に対応する材料選定について，

ウィスカのメカニズムを理解することにより的確に，かつ，効率よく行うこと」を目的として定めた。 

 本ガイドラインで対象とする「ウィスカ」は，電子部品の実装部のめっき端子に発生・成長するものの

みでなく，コネクタ等の接点かん（嵌）合部や実装後にはんだ上に発生・成長するウィスカなど広く電子

機器に関わる問題を対象とする。これらのウィスカは，まだ広く知られていない部分もあり，これらのウィ

スカの発生・成長メカニズムをより理解し抑制材料を正しく選定する目的で，以下の内容を示す。 

1) 電子部品の実装部のめっき端子に機械的接触応力を伴うことなく発生・成長するウィスカ 

 以前より，その成長メカニズムが検討されて，試験方法は標準化が成されている。本ガイドライン

では，結晶や合金特性，実装による影響など，その材料とウィスカに関わる因子に深く着目し，抑制

技術と材料に関する説明を行う。また，材料選定や評価を行う上での注意事項についても併せて説明

する。 

2) はんだ付け箇所での腐食による応力に起因するウィスカ 

 はんだは，Sn の合金で作られている。このため，はんだにも腐食によるウィスカの発生・成長する

ことがある。本ガイドラインでは，その評価方法を通して，ウィスカの発生・成長が最も抑制される

はんだ材料の選定とそのメカニズムの説明を行う。 

3) コネクタ部品とフレキシブル基板のかん合に代表されるような組み立て時の機械的接触応力起因によ

り発生するウィスカ 

 Sn 及び Sn 系めっきに機械的接触応力が加わった際に発生するウィスカに関して，現象解明，めっ

き材料評価，めっき手法評価及び部品評価として用いられている各種機械的接触応力負荷試験方法に

関して，その特徴を紹介しながら目的に合わせた選定の説明を行う。 

 このガイドラインは，独立行政法人 中小企業基盤整備機構の戦略的基盤技術高度化支援事業「電子実装

の信頼性向上のためのウィスカ防止技術の開発」の中でのプロジェクトにおいて実証実験を行い，その結

果に基づき作成した電子情報技術産業協会規格である。 

 
1 適用範囲 

 このガイドラインは，電気・電子機器用の Sn 又は Sn 合金のめっき及びはんだ材料に関し，ウィスカ抑

制効果の高い鉛フリー材料を的確，かつ，効率よく選定する手段を提供することを目的とする。 
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